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This consolidated version of IEC 60749-30 consists of the first edition (2005)
[documents 47/1790/FDIS and 47/1798/RVD] and its amendment 1 (2011) [documents
—A712019/CDVand 472075 RV C it bears theeditiommomber 1

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

prlor to reliability testlng

FOREWORD

all national electrotechnical committees (IEC National € E to > promote
international co-operation on all questions concernlng standardlzatlon in t e~elestric i€ fields. To
this end and in addition to other activities, a 9 >pecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) i \ éferred to as
IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical{commijt X ny IE National Committee
interested in the subject dealt with may participate in this preparato ) i , governmental and

non-governmental organizations liaising with the IEC also participate ™} ) ion. |IEC collaborates

IEC Publications have the form of recommendations i i uSe and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasgnable effo 3 ade to ensure that the technical content of
IEC Publications is accurate, he way in which they are used or for any
misinterpretation by any end

In order to promote internati i al £ommittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maxi e [ i } ir mational and regional publications. Any divergence

between any IEC Publicatis ofial or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC itself does vie any 4 ation qf cepformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment servicesg a i access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out By i d erfifica i

All users should ve the Jatest edition of this publication
No liability spra s directors, employees, servants or agents including individual experts and
members ofts tetk nittees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

other damage S e whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenges ish e publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable _forthe cotrect application of this publication.

Attention_1s”drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patentirights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and
has been prepared for user convenience. A vertical line in the margin shows where the
base publication has been modified by amendment 1. Additions and deletions are
displayed in red, with deletions being struck through.
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International Standard IEC 60749-30 has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 60749 consists of the following parts, under the general title Semiconductor devices —
Mechanical and climatic test methods:

Part 1: General

Part 2: Low air pressure

Part 3: External visual inspection

Part 4: Damp heat, steady state, highly accelerated stress test (HA
Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test

Part 6: Storage at high temperature

Part 7: Internal moisture content measurement and the and dyal gases
Part 8: Sealing

Part 9: Permanence of marking

Part 10: Mechanical shock

Part 11: Rapid change of temperature — Two-

Part 12: Vibration, variable frequergcy
Part 13: Salt atmosphere

Part 14: Robustness of termination
Part 15:
Part 16:
Part 17:
Part 18:
Part 19:
Part 20:

Part 21:
Part 22:
Part 23:
Part 24: Acceterat

ajdre operating life
d moisture resistance — Unbiased HAST
Part 25; Temperature cycling
Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Human body model (HBM)
Part.27: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Machine model (MM)
Part 28: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Charged device model (CDM)1

Fart £9. Ldl(,'fl-up est

Part 30: Preconditioning of non-hermetic surface mount devices prior to reliability testing?
Part 31: Flammability of plastic-encapsulated devices (internally induced)

Part 32: Flammability of plastic-encapsulated devices (externally induced)

Part 33: Accelerated moisture resistance — Unbiased autoclave

Part 34: Power cycling

170 be published
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Part 35: Acoustic microscopy for non-hermetic, encapsulated electronic components?
Part 36: Acceleration, steady state.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the

publication will be

* reconfirmed,

+ withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

is p b\lr@x\lﬁdicates
rrect erstanding

a colour printer.

IMPORTANT - The “colour inside” logo on the cover page/of
that it contains colours which are considered to be useful for the
of its contents. Users should therefore print this publi&ati si

&

2 In preparation
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 30: Preconditioning of non-hermetic surface mount devices
prior to reliability testing

1 Scope

This part of IEC 60749 establishes a standard procedure for determining
of non-hermetic surface mount devices (SMDs) prior to reliability testing

preconditioning

The test method defines the preconditioning flow for
representative of a typical industry multiple solder reflow opera

this standard prior to being submitted to specific ip i ting (qualification
and/or reliability monitoring) in order to evaluate lo 5i pacted by soldering
stress).

The following referenged\do indispensable for the application of this document.

For dated refereptes, oplies. For undated references, the latest edition
of the referenced\dg endments) applies.

IEC 60749 i torMdevices — Mechanical and climatic test methods — Part 5:
- midity bias life test

IEC 60749-11, icoanductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 11:
Rapid change of temperature — Two-fluid-bath method

IEC60749-20:20082, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods —
Parts20: Resistance of plastic-encapsulated SMDs to the combined effects of moisture and
soldering heat

IEC 60749-24, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 24:
Accelerated moisture resistance — Unbiased HAST

IEC 60749-25:2003, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods -
Part 25: Temperature cycling
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IEC 60749-33, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 33:
Accelerated moisture resistance — Unbiased autoclave.

3 General description

Package cracking and electrical failure in plastic encapsulated SMDs can result when

SUderig eat TaiSes e vapour pressure of morsture Wit as beem absoroed o SvBs
during storage. In this test method, such problems are assessed and SMDs are evaluated for
heat resistance after being soaked in an environment which simulates moisture being
absorbed while under storage in a warehouse or dry pack.

4 Test apparatus and materials

This test method requires, as a minimum, access to the following equipy

4.1 Moisture chamber

Moisture chamber(s) capable of operating at 85 °C/85 8
RH, 85 °C/30 % RH, 30 °C/70 % RH and 30 °C/60 ithiq ‘the shanfber working area,
temperature tolerance shall be 2 °C and the RH tol S +3 %

4.2  Solder equipment

a) 100 % convection reflo
specification. This is t

system capab

e mamt
ipment for

g the reflow profiles required by this

Ow equipment capable of maintaining the reflow profiles
recommended that this equipment use the IR to heat the
pon the components under test.

NOTE The maisture_sensitivity condition (classification) test results are dependent upon the package body
temperature, (rather thanJoard or lead temperature. Convection and VPR are known to be more controllable and
repeatable {than IR. When there are correlation problems between VPR, IR/convection, and convection, the
convectigniresults should be considered as the standard.

4.3 Optical microscope

Optical microscope (40X for external visual examination).

4.4  Electrical test equipment

Electrical test equipment capable of performing room temperature d.c. test and functional
tests.
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4.5 Drying (bake) oven

Oven for drying (bake) capable of operating at 125 85 °C.

4.6 Temperature cycle chamber (optional)

A taona + 1 ool KLl £ £ BA-HAH- £ 4.0

L) I.CIIIHCI(ZLUIU \.:_yblU CITArTouTlI uapaulc T UPCIGLIIIH Ao A TIIrmrTmurniT UveT A IQIIHU T - 710 w U
+10 . . . .

+60 O°C in accordance with IEC 60749-25. Acceptable alternative test conditions and

temperature tolerances are found in Table 1 of IEC 60749-25. This equipment is only required
if 5.3, the shippability option, is used.

5 Procedure

5.1 General

with the floor life information in Tables

5.2 Initial measurements

52.1 Electrical test

rejects are found
new sample dra

Perform 5 cys
shipping condition

emperature cycle from —40 °C (or lower) to +60 °C (or higher) to simulate
his step is optional unless required by the relevant specification.

5.4 Brying (bake out)

Bake-the devices for at least 24 h minimum at (125 = 5) °C. This step is intended to remove
moisture from the package so that it will be "dry".

NOQTE 1 This time may he modified if dpcnrlntinn data on the Innrtir‘lllnr device hping prpr‘nndifinnpd shows that

more or less time is required to obtain a "dry" package.

NOTE 2 |If the preconditioning sequence is being performed by the semiconductor manufacturer, steps 5.2.1,
5.2.2 and 5.4 are optional since they are at the supplier's own risk. If the preconditioning sequence is being
performed by the user, step 5.8 is optional.
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5.5 Soak conditions for dry-packed SMDs

The following soak conditions shall apply-te-the-levels-shown-in-Table- 1, Table 2 Table 4a
and-TFable4b. The soak should be initiated within 2 h of bake.

5.5.1 Method A for dry-packed SMDs in accordance with IEC 60749-20

I;D tcot aha” bc balllcu Uul. III abbUanllbc VVII.I ;t\.l \4\.\ uf uuuuuu '_ nn th = A ‘
LEG—@QM—%@—QS%—'F&IQ%—L) 5.3.3.2, Method A, of IEC 60749 20:2008 and Table 1 of thl%
standard. C)

' AN
A M el PSRN O\ )

1682 p

Seeend.&tage@on%omﬂg A2 wEme T /\%0\\/
<30°C 70 % RH, 168 h
1682 p , :
i O W
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5.6 Methed Cfor-Soak conditions for non-d
with IEC 60749-20:2008

ysRack ed SMDs in accordance

ZANCQ) g
C)O

57 er reflow

ber, submit the devices to three cycles of the appropriate reflow conditions in

No @oner than 15 min and not longer than 4 h after removal from the temperature/humidity
{gﬁ‘rdance with IEC 60749-20. All temperatures refer to the top surface of the package.

The devices shall be allowed to cool at room ambient conditions for 5 min minimum between
reflow cycles.
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5.8 Flux application simulation (optional)
5.8.1 Flux application

After the reflow solder cycles are completed, allow the devices to cool at room ambient for
15 min minimum. Apply an activated water-soluble flux to the device leads by bulk immersion
of the entire parts in flux at room ambient for 10 s minimum. Flux application is optional
unless required by the relevant specification

5.8.2 Cleaning after flux application

Clean devices using multiple agitated deionized water rinses. No waiting time is reguired
between flux application and cleaning. Devices should be dried at room ient temperature
prior to the next step.

5.9 Final measurements
5.9.1 Electrical test

Submit the devices to an electrical d.c. testing and functia sordance with the

room temperature data sheet specification.

5.9.2 Visual inspection

Any valid failures found at this point due tq the
device may have been clasgsified in the g level.
and, if appropriate, this dgvice howld Be re-evajuated to determine the correct moisture

NOTE For the semj ductd ; \al pfeasurement step is optional and may be omitted since it is
at the supplier's own\Xisk/

standard g-submitted to reliability tests such as damp heat, steady state, highly
accelera AST) (IEC 60749-4), state temperature humidity bias life test
(IEC 60749%%), cshadhge of temperature - two-fluid-bath method (IEC 60749-11),

accelerated muwisture\ resistance — unbiased HAST (IEC 60749-24), temperature cycling
(IEC 60749-25), oragtelerated moisture resistance — unbiased autoclave (IEC 60749-33).

6 Summary

The following details shall be specified in the applicable procurement document.

a) Typp aof prprnndirinning canditions (mpthnd) used

b) Temperature cycle conditions and number of cycles for shippability, if required (see 5.3).
¢) Number of reflow cycles if other than three (see 5.7).

d) Type of flux if required (see 5.8).

e) Reliability procedures with test conditions (see 5.10).

f) Electrical test description, including test temperature(s) (see 5.9).
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Table 1 — Preconditioning sequence flow — Method A (condition A2) in accordance with
IEC 60749-20:2008 (dry-packed devices)

Sequence Condition A2
Dry pack requirements Yes
Floor life maximum conditions and time 30 °C/70 %B{(IIGB h
Preconditioning sequence
(Subclause 5.2.1) d.c.
Electrical/functional 25 °C
(Subclause 5.2.2) 40X visual < \R
(Subclause 5.3) shippability <
Temperature cycle: 5 \
(Subclause 5.4) Bake 125 °C for 24 h / ) \Q

(Subclause 5.5.1) moisture soak U] \/{z{

168 h/85 °C /30 % RH

A
168 h 30 °C/70 % RH < (‘ 6 k \_) ‘\/ R

(Subclause 5.7) reflow solder _/ R
220 °C or 235 °C, 3 cycles

(Subclause 5.8.1) flux immersion ((or 1Mni?ﬁ\(n\ > (e]
(Subclause 5.8. ZK(EG\in m Wa%\) S (o)
(Subclause 5. F\Z) room ambient (e}
(5.9) DC elecfrica end points R
40X w/sdé{\

(5. 10) ests R

WW ca }i{ptlonal step
ion
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Table 2 — Preconditioning sequence flow — Method B (conditions B2-B6) in accordance
with IEC 60749-20:2008 (dry-packed devices)

T e e

Sequence Condition B2 B2a, B3, B4, B5, B5a B6
P e e e L e 2 BB 6
Dry pack requirements Yes Yes (Yes)-O
Floor life maximum conditions and time 30 °C /60 % RH 30°C /60 % RH 30 °G/60 % .RH

1 year "Y" h al om\abel or 6 h
I\ ftenbak
Preconditioning sequence \)
(Subclause 5.2.1) d.c.
Electrical/functional 25 °C R R
N
(Subclause 5.2.2) 40X visual R (\Q\ \ R
(Subclause 5.3) Shippability (0] / (@)
Temperature cycle: 5
(Subclause 5.4) Bake 125 °C for 24 h R A S ] A }‘{\ R
(Subclause 5.5.2) Moisture soak O
168 h at 85 °C/60 % RH
(Subclause 5.5.2) Moisture soak \\/
“Z" h 30 °C/60 % RH R
6 h 30 °C/60 % RH \ (\ ) R
(Subclause 5.7) reflow solder \)
220 °C or 235 °C, 3 cycles \\/ R R
N

Subclause 5.8.1) Flux immejrsion far ~~—" (e} (@)
10 s minimum
(Subclause 5.8.2) Rinse j d&'O\ni/z\e Xﬁ/ o 0
water /\ R
(Subclause 5.8.2) Dr%&x{}l\amb' nt 5 (e} O (@)
(5.9) DC electricalfunstion\-
25 °C end poin R R R
40X visual
(5.10) Re@lm ts\ \ R R R

R = Required u
O = Optional

s\ext Jodicates optional step

Y= Time of sondition of floor life detailed in IEC 60749-20:2008
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Table 3 — Preconditioning sequence flow — Conditions Al and B1 in accordance
with IEC 60749-20:2008 (non dry-packed devices)

- vty ] -
Sequence Condition Al or B1

Dry pack requirements No

Floor life maximum conditions and time 30 °C /85 % RH unlimited

Preconditioning sequence
(Subclause 5.2.1) d.c.
Electrical/functional 25 °C

(Subclause 5.2.2) 40X visual /\\\ >
(Subclause 5.3) Shippability
Temperature cycles: 5 (\ 0

(Subclause 5.4) Bake 125 °C for 24 h / \ \

(Subclause 5.6) Moisture soak /\ \ \3\)

168 h 85 °C/85 % RH

i

(Subclause 5.7) Reflow solder

220 °C or 235 °C, 3 cycles f\ \ R
(Subclause 5.8.1) Flux immersioQ/for 0 s@%mﬁ ( J ‘\/ (e}
(Subclause 5.8.2) Rinse in deioniz wa}a{ \ \_/ (e}
(Subclause 5.8.2) Dry room ambl (e}
(5.9) DC electrical/function - 25 \ C&Q\ \\/

40X visual /\ R

(5.10) Rehabﬂr{y te

R Reqmred&WlWe a\t_sef

Wt
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisatigh alisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités Ratiopau . pa CEl a

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les guesti } sAf dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entreSautres\@ e des Normes
internationales, des Specmcatlons techniques, des Rapports technj ations/accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de 4 ion est confiée a des

comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa \ stjetN{raité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvge nemta es, ‘e ||a| on a¥ec la CEl, participent
également aux travaux La CEl collabore étroitement avec I Drga ion e de Normalisation (1SO),

Les décisions ou accords officiels de la CEI g
du possible, un accord international sur lg j NES e gueAes Comités nationaux de la CEl

« conformité. Des organismes de certification indépendants
, dans certains secteurs, accedent aux marques de

s sont en possession de la derniere édition de cette publication.

imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

toute autre PURtcation de la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention, est attirée’sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’'aftention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
l'ebjet de droits de brevet. La CEl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la CEI 60749-30 comprend la premiere édition (2005)
[documents 47/1790/FDIS et 47/1798/RVD] et son amendement 1 (2011) [documents
47/2019/CDV et 47/2075/RVC]. Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition
de base et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pour
l'utilisateur. Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été
modifiée par I'amendement 1. Les ajouts et les suppressions apparaissent en rouge, les
suppressions sont barrées.
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La Norme internationale CEIl 60749-30 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semi-conducteurs.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 60749 comporte les parties suivantes sous le titre général Dispositifs a
semiconducteurs — Méthodes d’essai mécaniques et climatiques:

Partie 1:
Partie 2:
Partie 3:
Partie 4:
Partie 5:
Partie 6:
Partie 7:
Partie 8:
Partie 9:

Partie 10:
Partie 11:
Partie 12:
Partie 13:
Partie 14:
Partie 15:
Partie 16:
Partie 17:
Partie 18:
Partie 19:
Partie 20:

Partie 21:
Partie 22
Partie 23:
Partie 24:

Généralités
Basse pression atmosphérique

Examen visuel externe

Essai continu fortement accéléré de contrainte de chaleu
Essai continu de durée de vie sous température et hum
Stockage a haute température
Mesure de la teneur en humidité interne et analy
Etanchéité

Permanence du marquage

Chocs mécaniques

Variations rapides de températurg

anglais seulement)

Partie/25: Cycles de température

Partie/26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modéle du corps
humain (HBM)

Partie 27: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) - Modele de
machine (MM)

Partie 28: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) - Modele de
dispositif chargé (CDM)1

Partie 29: Essai de verrouillage

Partie 30: Préconditionnement des composants pour montage en surface non

1 A publier

hermétiques avant les essais de fiabilité!
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Partie 31: Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause
interne d'inflammation)

Partie 32: Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause
extérieure d'inflammation)

Partie 33: Résistance a I'humidité accélérée — Autoclave sans polarisation (disponible en
anglais seulement)

Partie 34 Cyveles en nuissance (disnonihle en analais seulement)

N J ~ \ ~ J 7
Partie 35: Microscopie acoustique pour composants électroniques encapsulés non

hermétiques 2
Partie 36: Accélération constante.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de sg {s ne sera
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le siteg A :
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication G A cette date,

la publication sera

amepoeme

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

IMPORTANT - Le logo "colour insid sur la page de couverture de cette
publication indique qu'elle contient des qu sont considérées comme utiles a
une bonne comprehenS| de son ¢ nt es\ytiliSateurs devraient, par conséquent,
imprimer cette publlcatl ne tllls prl nte couleur.

9,

2 En préparation
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) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES —

Partie 30: Préconditionnement des composants pour montage
en surface non hermétiques avant les essais de fiabilité

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 60749 établit une procédure normalisée (e détermination du
préconditionnement pour les composants pour montage en surface ‘ non-Kermétiques
avant les essais de fiabilité.

Cette méthode d’essai définit une refusion de préconditionnemgnt pQ al’etat solide
non hermétiques représentative d’'une opération de refusion ¢ industrielle
type.

Il convient que les CMS soient soumis a la séq
décrite dans ce document avant d'étre soumis a &/sur place spécifiques
(surveillance de qualification et/ou fiabjlité) poyf é ilité_a long terme (qui pourrait

refusion utilisées dépendent de la mesure de température 1den 'ue gnt par le fabrlcant de semiconducteurs que
par I'assembleur de cartes. De c ue e eau supeneur de la temperature de boftier sur
al pendant | €

Les documents S Pen [ ont indispensables pour l'application du présent
document. Pour |g% 8s;y seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées i document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendementg

CEI 607 ispwsitifs a\semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partie 4: i ol ement accéléré de contrainte de chaleur humide (HAST)

CEI 6074945, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partie 5; Essai continu de durée de vie sous température et humidité avec polarisation

CEL60749-11, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partie 11: Variations rapides de température — Méthode des deux bains

climatiques — Part|e 20 Résistance des CMS a boitier plastique a l'effet combme de I'humidité
et de la chaleur de soudage

CEIl 60749-24, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partie 24: Résistance a I'humidité accélérée — HAST sans polarisation (disponible en anglais
seulement)

CEI 60749-25:2003, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et
climatiques — Partie 25: Cycles de température



https://iecnorm.com/api/?name=39112d812b80a455370d766a765806ae

60749-30 © CEI:2005+A1:2011 -21-

CEI 60749-33, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partie 33: Résistance a I'humidité accélérée — Autoclave sans polarisation (disponible en
anglais seulement).

3 Description générale

Des cragquetures dans te boftier et des defarttances gtectriques des CvtSa bofter prastique
peuvent apparaitre lorsque la chaleur de soudage augmente la pression de vapeur de
I’humidité absorbée dans les CMS lors du stockage. Dans cette méthode d’essai, de tels
problémes sont considérés et les CMS sont évalués pour la résistance a la chaleur aprés
avoir été plongés dans un milieu simulant I’humidité absorbée lors du stockage en magasin
ou dans un emballage avec dessicant.

4 Appareillage d’essai et matériaux
Cette méthode d’essai nécessite au minimum un acces aux éq

4.1 Chambre d’humidité

La ou les chambres capables de fonctionner a 85 °
HR, 85 °C/30 % HR, 30 °C/70 % HR et 30°
chambre, la tolérance de température~doit étr
+3 % HR.

a) Systéme de fusion

soudure. @/
b) La chambre

et/ou (235 +

les boftiers

minimiser

pable de maintenir les profils de refusion
ent est préférentiel pour la refusion de

appropriés. La chambre doit étre capable de chauffer
erture de vapeur et de re-condenser la vapeur pour

c) Equipém 2 soudure par convection/infrarouge (IR) capable de maintenir
ibn exigés par cette spécification. Il est recommandé que cet
pour chauffer I'air et n'affecte pas directement les composants en

d)

Appareil de brasage a la vague capable de maintenir les conditions du point 5.4.4 de la
CEIl 60749-20:2008.

NOTE Les résultats d’'essai (de classification) de conditions de sensibilité a I'humidité dépendent de la

température du corps du boftier plutét que de la température de carte ou de sortie. La convection et la fusion par
phase vapeur (VPR) sont reconnues pour étre plus contrélables et plus reproductibles que I'IR. Lorsque I'on
rencontre des problemes de corrélation entre la VPR, la convection/IR, et la convection, il convient que les
résultats de convection soient pris en considération en tant que norme.

4.3  Microscope optique

Microscope optique (40X pour I'examen visuel externe).
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4.4 Equipement d’essai électrique

L'équipement d’essai électrique capable de réaliser des essais fonctionnels et a courant
continu a température ambiante.

4.5 Four (d’étuvage) de séchage

4.6 Chambre pour cycle de température (facultatif)
Chambre pour cycle de température capable de fonctionner au minimum sur la plage"de
-40 _20 °C a +60 +%)0°C conformément & la CEIl 60749-25. Les autres

condjtion's| ,d’essai

5 Procédure

5.1 Généralités

5.2 Mesures initiales

5.2.1 Essai él<§i
Réaliser I'essai élctfiy

d'essai. Si l'on :
ceuvre dans-le procéssus de fabrication et un nouvel échantillon doit étre prélevé du produit
qui a été:traité a I'aide de I'action corrective.

5.8= Cycle de température (facultatif)

Réaliser 5 cycles de température de —40 °C (ou inférieure) a +60 °C (ou supérieure) pour

Simufer fes conditions d eXpedition. Cele erape est facultative sauf i elfe est requise par 1a
spécification applicable.
5.4 Séchage (étuvage)

Etuver les dispositifs pendant au moins 24 h minimum a (125 + 5) °C. Cette étape est
destinée a supprimer toute humidité du boftier de sorte qu’il devienne "sec".

NOTE 1 Ce temps peut étre modifié si les données de désorption sur le dispositif particulier préconditionné
montrent qu’un temps plus ou moins long est nécessaire pour obtenir un boitier "sec".
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NOTE 2 Sila séquence de préconditionnement est réalisée par le fabricant de semiconducteurs, les étapes 5.2.1,
5.2.2, et 5.4 sont facultatives étant donné qu’elles sont aux risques du fournisseur. Si la séquence de
préconditionnement est réalisée par I'utilisateur, I’étape 5.8 est facultative.

5.5 Conditions d’absorption d’humidité pour CMS sous emballage avec dessicant

Les conditions d'absorption—-d*humidité suivantes doivent s’appliquer—aux—niveaux—présentés
dans—le-Tableau—1,tle-Tableau2le-Tableau—4a—et-le-Tableau—4b. Il convient de lancer

I'absorption d’humidite dans les 2 h suivant I'etuvage.

5.5.1

Méthode A pour CMS sous emballage avec dessicant conformément a la
CEI 60749-20

-

N

APV oL SO SN o5 S ) A A TN

_ orsquefacond e-v‘g!‘MM- onvient-gueles CM oient-emba dans—un-sache
umidité (A .mmgh & aguefo eré-emba e—etle contréle des CMS sont possible
gue -=Mm*m emballage ec-de a digue-moi de-30% HR,étant donnégue

d -=m\..é\$-y'- ontréled diteé
NO :Q--- prémiere—p e—de—conditiohnemen PO abso oh—d dité bo B 2
@;,..

S
N

55.2 Méthode B pour CMS sous emballage avec dessicant conformement

ala CEl 60749-20

Cela doit étre effectué conformément a 5.3.3.3, Méthode B, de la CEl 60749-20:2008 et du
Tableau 2 de la présente norme.
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